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產品說明書

編號 98376(TC A4) R0

接反面—>

特點
• 在高溫時強度高、熔點高
• 抗腐蝕
• 與其他貴金屬兼容
• 導熱性能優異

	簡介
Indalloy 182 (80Au/20Sn)的熔點為280°C (556°F)。
它可以做成焊膏的形式，滿足各種具體用途的需要。金
錫焊膏通常用在需要熔點高（超過150°C）、熱疲勞特性
好、在高溫下的強度高的情形。它還用於需要高抗張強
度、抗腐蝕的場合，或者在後續的低溫迴流焊製程中焊
膏不會熔化的場合。由於這些原因，Indalloy 182焊膏
在軍事、航空航天、醫療等領域得到廣泛應用。

用於Au/Sn焊膏的助焊劑
• RMA-SMQ51A 
• RMA-SMQ51AC 
• NC-SMQ51SC

按照用途和客戶產品使用要求，用於Indalloy的熱穩定
助焊劑有免洗型和RMA型兩種。這些助焊劑的產品說
明書可以在網上找到，網址：http://www.indium.com/
techlibrary/pds.php。

顆粒尺寸
Indalloy 182用3號焊粉，這是標準產品。如果用戶需要，
可以提供其他尺寸顆粒的產品。金屬含量從91%到94%，
決定於用途和顆粒的尺寸。針對你的需要，如何確定產品
的最適當規格，請與銦泰公司的應用工程師聯絡。

包裝
Indalloy 182焊膏有罐裝和注射器包裝的產品。用於塗
佈的標準包裝有10cc和30cc的注射器包裝。如果客戶需
要，可以提供其他包裝的產品。  

儲存和搬運方法
為了達到最長的保質期，焊膏應當冷藏。Indalloy 182的
保質期與使用的助焊劑有關。注射器包裝或者筒裝的產
品在存放時，尖端應當向下，防止助焊劑與焊膏分離太嚴
重。
應當讓焊膏的溫度先達到工作環境的溫度，然後才使用。
一般而言，應當把焊膏從冷藏環境取出來至少4小時之後
再使用。溫度穩定下來所需要的實際時間與包裝的尺寸
有關。在使用之前要檢查焊膏的溫度。應當在注射器包裝
或筒裝包裝上標明第一次使用的日期和時間。 
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塗佈	
Indalloy 182是用高速、高可靠性的單點或者多點塗佈
自動化設備進行塗佈，但是也可以用手持設備進行塗
佈。使用氣動或者正量裝置可以進行體積精確的塗佈。
最優的塗佈效能與存放條件、設備類型及其設置有關。

技術支持
铟泰公司的工程师具备丰富的国际经验，为客户提供高
水平的技术支援。我们的技术支援工程师在材料科学及
其在电子和半导体的应用的各个方面都有丰富的知识，
在焊料特性、合金兼容性，以及成型焊料、焊锡丝、焊锡
带、焊膏的选择方面，为客户提供专业性的建议。铟泰公
司的技术支援工程师会迅速地回答所有的技术问题。

材料安全資料
關於本產品的材料安全資枓（MSDS），請上網查閱．
網址：http://www.indium.com/techlibrary/msds.php。



Heading	Here	but	smaller	to	fit	in	bar

www.indium.com              china@indium.com

亞洲 : 	 新加坡 :  + 6 5  6 2 6 8  8 6 7 8	
中國 :  蘇州、深圳、柳州 :  + 8 6  ( 0 ) 5 1 2  6 2 8  3 4 9 0 0
歐洲 :  M i l t o n  K e y n e s ,  To r i n o :  + 4 4  ( 0 )  1 9 0 8  5 8 0 4 0 0
美國 :  U t i c a ,  C l i n t o n ,  C h i c a g o :  + 1  3 1 5  8 5 3  4 9 0 0

此産品說明書只提供一般性資訊。不能保證或擔保這些資訊所
述産品的性能，也不可以把這些資訊看作是對所述産品的保證

或擔保。售出的産品只承諾隨産品包裝及發票所附的書面保證
及有關的限制條件。
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迴焊
建議使用的溫度曲線:

在用強迫空氣對流的迴焊爐時，這個溫度曲線可以用
作建立迴焊溫度曲線的指引。其他的迴焊技術有：紅
外、加熱板或者感應式，還有其他的方法。這些技術可
能需要做很大的改變才能適應不同尺寸不同密度電路
板的需要。即使51系列中的助焊劑是熱穩定的，由於這
種合金要求峰值溫度很高，會引起殘餘物變成焦狀。在
這種情況下，最好是在進行迴焊時使氮氣，這樣在焊接
完成後，清除助焊劑的工作就比較簡單。   

加熱階段	(1):

溫度線性上升的速度爲每秒1°- 2°C，這樣助焊劑中的揮發
性成份可以慢慢地蒸發，有利於減少在加熱時由於塌陷而
形成錫球或者錫珠和錫橋。在使用峰值溫度較高或者溫度
高於液相線較長的情況下它也能夠防止不必要地消耗助
焊劑。

液相階段	(2):

一般峰值溫度需要高於焊料合金熔點40°到50°C，這樣潤
濕和鋪展的效果好，形成的焊點質量高。溫度高於液相線的
時間（TAL）應爲45-90秒。如果峰值溫度和溫度高於液相線
的時間超出所建議的數值，會出現過多的金屬間化合物，
會降低焊點的可靠性，並且在貴金屬表面進行修理的難度
會增大。從液相線到最高溫度的升溫速度建議為2.5°C – 
3.5°C/s。  
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冷卻階段	(3):

冷卻階段是指溫度從最高溫度下降到低於液相線溫度
50°C這段時間，在溫度低於液相線溫度以後，冷卻速度的
影響很小。冷卻要快（＜4°C），這樣有利於形成晶粒細小的
焊點。冷卻緩慢時形成的焊點呈現大晶粒，抗疲勞性能較
差。如果冷卻速度高於4°C/s，由於組件和焊點的熱膨脹係
數嚴重不匹配，可能會有應力加在組件和焊點上。

焊接後的清洗
在迴焊之後，可以用行業認可的助焊劑清洗系統來清洗。
在使用Indalloy 182時，製程溫度高，因此選用的清洗系統
必須很牢固，因為殘留物很硬，會燒結在設備中。純化學品
例如異丙醇（IPA）或者局部噴射式系統多半不能成功地進
行清洗。

支持性資料
低共熔點金錫焊料產品說明書”（編號：97800）列出了
Indalloy 182的技術規格。


